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免責聲明

• 本簡報可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況
的預期，但同時又受限於已知或未知的風險與不確定性的影響。
因此實際結果將可能不同於表述內容。

• 除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的
發生，主動更新對未來展望的表述。
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基本資料

成立時間 1979/10/17

董事長 謝宏亮

執行長 許明棋

資本額 8.03億元

營收(2023) 69.11億元(集團合併)

員工人數 875人 (集團合併)

據點
台北、湖口、新竹、台南、高雄、大陸(上海等17個城市) 、香港、美國、歐洲(奧地利)、

日本、新加坡、韓國

主要業務 自製設備、晶圓再生、設備代理
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辛耘公司組織架構
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簡報大綱

未來展望公司治理主要產品營運概況
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營運概況
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簡明損益表

單位：M 2020 2021 2022 2023 2024/Q3

營業收入 3,580 4,684 5,650 6,911 7,117

營業毛利 1,456 1,667 2,084 2,201 2,163

營業費用 991 1,112 1,374 1,483 1,276

營業淨利 465 555 710 718 887

稅前淨利 389 524 736 860 897

本期淨利 305 420 568 650 677

EPS(元) 3.80 5.23 7.08 8.10 8.43

毛利率 41% 36% 37% 32% 30%

營業淨利率 13% 12% 13% 10% 12%

稅前淨利率 11% 11% 13% 12% 13%
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歷年營收
單位：
M

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2024/
Q3

營業
收入

2,942 3,495 3,539 3,988 3,949 3,580 4,684 5,650 6,911 7,117
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歷年EPS
單位：
元

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2024/
Q3

EPS 1.06 3.60 4.05 5.16 4.02 3.8 5.23 7.08 8.10 8.43
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產品組合

單位：% 2019 2020 2021 2022 2023 2024/Q3 毛利率

代理 59 58 60 63 68 67 低於平均

製造 41 42 40 37 32 33 高於平均
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研發費用

單位：百萬 2019 2020 2021 2022 2023 2024/Q3

研發費用 246 248 280 320 341 273

研發費用佔
營業收入比重

6.2% 6.9% 6.0% 5.7% 4.9% 3.8%

研發費用佔
製造比重

15.2% 16.5% 14.9% 15.3% 15.7% 11.5%
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研發專利累積數
 在案專利累積數

 182件

 申請中
 48件
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主要產品
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營業範圍
 我們服務的產業：

 半導體 (前段/先進封裝)

 化合物半導體

 LED / Mini LED / Micro LED

 平面顯示器

 生物科技/分析儀器

http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CEa7LKiKRL1eXM&tbnid=zbd9yLueLHQmlM:&ved=0CAUQjRw&url=http://electroiq.com/insights-from-leading-edge/2011/03/&ei=wSq-U7ndDoGXkQXDt4CYDA&psig=AFQjCNHogz6Rj16lB00MqEExpXWrvnImHA&ust=1405057944035163
http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uHuI-CJOn7qMdM&tbnid=vobLYbeTi_ZIgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.picturesnew.com/led.html&ei=liu-U96MAc3jkAW_ooGQDw&psig=AFQjCNFhY4VebW9Nbp0KHiEuB4LOC6pAzw&ust=1405058311068283
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產品與服務

代理事業

設備生產

晶圓再生

• 濕式製程設備
• 暫時性貼合及剝離設備
• 半導體/化合物 / LED 

• 12” Si (矽)Wafer

• 6” SiC (碳化矽) 

• 半導體
• 化合物半導體
• LED 

• 平面顯示器
• 生物科技/分析儀器
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晶圓再生服務

Full Process 

Optimization

Cleaning

GrindingPolishing

Etching

Advanced Clean Technology
• 19nm Particle

• Low Trace Metal (<1E9)

Complete Polishing Process
• Single/Double Side Polish

• Final Haze Polish

Advanced Defect 

Inspection (SP1/SP2/SP

5)

Super Flatness

(GBIR < 0.5mm)

 Capacity: 160K / Month

 Cu and Non-Cu Process

12”Si Wafer

 Grinding, Polishing and 
Reclaim Service

 Capacity: 1K / Month

6”SiC Wafer
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濕式製程設備
 批次式及單晶圓濕式製程設備

 應用：
 半導體先進封裝製程
 半導體前段製程
 化合物半導體製程
 微機電製程
 LED/Mini-LED/Micro-LED製程
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暫時性貼合及剝離
 暫時性貼合及剝離設備(TBDB)

 應用: IGBT功率器件,半導體先進封裝
 暫時性貼合設備

 暫時性剝離設備

 解離層塗佈設備

 承載盤清洗設備
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設備代理

獨家代理

長期伙伴

關係

多領域

應用
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公司治理
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遵循國際標準，建立管理制度

公司治理

ISO 9001

品質

ISO 14001

環境

ISO 45001

職業安全衛生

TIPS

智慧財產

ISO 27001

資訊安全

ISO 22301

營運持續
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台灣智慧財產管理規範
 TIPS-AA級驗證
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永續報告書正式發行 2024/08

ESG永續發展

環境友善

溫馨職場

回饋社會

公司治理

永續發展
Environmental

Social

Governance
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未來展望
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總體市場方向
 2024年全球半導體重回成長趨勢，庫存去化逐漸告終

 2023年產值衰退11%，但2024成長率將達16%，2025年則增12.5％

 2024台灣半導體產業產值將達4.76兆新台幣，成長21.3%，晶圓代工28%、記憶
體/IDM18%、IC封測6%、IC設計15%。

 2025台灣半導體整體產值將成長15.9%，達新台幣5.52兆元，晶圓代工預估成長
18%、記憶體/IDM成長15%、IC設計成長14%

 12”半導體先進製程持續發展
 前段 : 5nm、3nm、2nm、1nm
 封裝 : 先進封裝Fan-Out、2.5D (CoWoS)、3D (SoIC)…等等

 CoWoS產能急速擴充，因應AI晶片強烈需求
 半導體AI應用從資料中心擴散到個人裝置
 中國產能擴張，成熟製程價格競爭加劇
 化合物半導體 :

 手機需求減少，需求觸底回升，GaAs產能緩步成長
 SiC 需求增，然建廠趨緩
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https://www.scientech.com.tw

Thank You!


